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Soldering paste; composition, technical delivery conditions

Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verband fiir SchweiBtechnik (DVS) aufgestellt.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Weichlotpasten (im folgenden auch Lot-
paste genannt), die durch Aufdrucken oder Dispensen auf
Elektronik-Schaltungen aufgetragen und durch Reflowlétan-
lagen verarbeitet werden.

2 Bezeichnung
Fiir die Bezeichnung der Weichlotpasten sind auBer der Num-
mer dieser Norm folgende Angaben erforderlich

- Kurzzeichen des Weichlotes nach DIN 1707 bzw.
ISO/DIS 9453

Kurzzeichen des FluBmittels nach DIN 8511 Teil 2
Metallpulvergehalt
- Typ der KorngréBe des Metallpulvers

Bezeichnung einer Weichlotpaste auf Basis des Weichlotes
L-Sn60Pb, des FluBmittels F-SW 32 mit einem Metallgehalt
von 85% Massenanteile in der Kérnung 45 bis 75 ym (Pulver-
typ 2 nach Tabelle 1):

Weichlotpaste
DIN 32513 - L-Sn60Pb/F-SW 32/85-2

3 Zusammensetzung
3.1 Weichlotlegierungen
Diese Norm gilt fiir folgende Weichlote nach DIN 1707:

L-Sn60Pb, L-Sn63Pb und L-Sn60PbAg
L-Sn62PbAg2 nach ISO/DIS 9453
Andere Weichlotlegierungen kénnen vereinbart sowie die

Anforderungen und Prifbedingungen entsprechend festge-
legt werden.

3.2 Metallgehalt

Der Metallgehalt der Weichlotpaste wird als Massenanteil w
(Metall) in % nach folgender Formel berechnet:

Masse des Metalls x 100
Masse der Weichiotpaste

w (Metall) =

3.3 Metalipulverform und -gréBe

Die Metallpulverpartikel solien kugelférmig sein und die
Anforderungen nach Tabelle 1 erfiillen:

3.4 FluBmittel

Das FluBmittel zum Weichloten - in Verbindung mit allen
anderen organischen bzw. nichtmetallischen Komponenten
wie Lose-, Binde- und Thixotropiermitteln — muB die Anforde-
rungen des ausgewdhiten FluBmitteltypes nach DIN 8511
Teil 2 erfillen.

4 Anforderungen
4.1 Metallgehalt

Der Metallgehalt wird in % Massenanteil angegeben, dabei
sind Abweichungen vom angegebenen Nennwert von +1,0%
zuléssig.

4.2 Konturenstabilitat

Nach Priifung 1 entsprechend Abschnitt 5.3 miissen die
Druckkonturen nach 1 h Lagerung bei Raumtemperatur
(23 £ 2) °C noch erhalten sein, d. h. auch Pastenflecke mit
dem geringsten Abstand diirfen nicht zusammenflieBen.

Das sich bei Priifung 2 nach der Vortrocknung von 20 min bei
80 °C ergebende Verlaufen der Lotpaste ist nach Bild 1 wie
folgt zu beurteilen. Fiir beide Druckbilder (I und Il) ist das-
jenige kleinste Raster anzugeben, bei dem die Pastenfiecke in
allen 5 Reihen nicht zusammengeflossen sind.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Anteil der Partikel
Pulver- min. max. max. max.
typ 85% 10% 3% 3% kein Partikel
zwischen zwischen unter zwischen tiber
1 75 bis 125 pm 63 bis 75 pm 63 um 125 bis 140 pm 140 pm
2 45 bis 75 pm 32 bis 45 um 32 ym 75 bis 80 pum 80 pm
3 20 bis 45 pm 15 bis 20 ym 15 pm 45 bis 50 pm 50 pm
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Tabelle 2.
Klasse Bewertung Merkmale
1 Die aufgeschmolzene Flédche ist gréBer als die vorher mit Lotpaste bedruckte Flache.
brauchbar
2 Die aufgeschmolzene Flidche entspricht der vorher mit Lotpaste bedruckten Fldche.
3 Die aufgeschmolzene Fldche ist kleiner als die vorher mit Lotpaste bedruckte Flache.
unbrauchbar
4 Die Lotpaste hat eine oder mehrere Lotkugein gebildet und das Kupferblech nicht benetzt
oder ist nicht vollstandig aufgeschmolzen.

Tabelle 3.
Klasse Bewertung Merkmale
1 Die Lotpaste ist zu einer Lotkugel aufgeschmolzen
brauchbar

2 Die Lotpaste ist zu einer groBen Lotkugel mit nicht mehr als drei kleinen Kugeln darum
herum aufgeschmolzen.

3 Die Lotpaste ist zu einer groBen Lotkugel mit vielen kleinen Kugeln darum herum auf-
geschmolzen.

unbrauchbar
4 Die Lotpaste ist nicht vollstandig oder zu mehreren Lotkugeln aufgeschmolzen.

4.3 Benetzung

Nach der Priifung nach Abschnitt 5.4 ist die Probe zu beurtei-
len. Die Anforderungen sind erfiillit, wenn die Proben als
brauchbar nach Tabelle 2 bewertet werden.

4.4 Aufschmelzen

Nach der Priifung nach Abschnitt 5.5 ist die Probe mit einer
10fachen Lupe zu beurteilen. Die Anforderungen sind erfiillt,
wenn die Proben als brauchbar nach Tabelle 3 bewertet
werden.

4.5 Korrosionsverhalten

Nach der Priifung nach Abschnitt 5.6 ist die Probe ohne
optische Hilfsmittel zu beurteilen. Die Anforderungen an das
Korrosionsverhalten der FluBmitteldampfe sind erfiillt, wenn
die Probe als brauchbar nach Tabelle 4 bewertet wird.

Tabelle 4.
Klasse Bewertung Merkmale
1 keine Abldsung
brauchbar
2 geringe Aufhellung
3 partielle Ablésung
unbrauchbar
4 flaichenméBgie Ablosung

Das Korrosionsverhalten der FluBmittelriickstdnde wird
durch Vergleich mit der Blindprobe bewertet. Das Proben-
halbrohr darf keine starkeren Korrosionserscheinungen auf-
weisen als die Blindprobe.

4.6 Oberflaichenwiderstand und elektrolytische
Korrosionswirkung
Nach der Priifung nach Abschnitt 5.7 darf der Mittelwert fiir

den Oberflaichenwiderstand der mit Lotpaste bedruckten
3 Testleiterplatten max. 1 Zehnerpotenz niedriger liegen als

der von den 3 Referenzmustern. Nach 21tégiger Klimalage-
rung darf zwischen den Leiterbahnen kein Dendritenwachs-
tum erkennbar sein.

4.7 Klebefahigkeit bei der Bauelemente-
Bestiickung

Nach der Priifung nach Abschnitt 5.8 diirfen die auf die noch

feuchte Lotpaste aufgesetzten Bauelemente beim Transport

der Baugruppen ihre Lage nicht verandern. In diesem

Zustand sowie nach anschlieBender Trocknung miissen die

Bauelemente noch ausreichend haften.

4.8 Klebeverhalten nach dem Léten

Nach der Priifung nach Abschnitt 5.9 muB der aufgetragene
Kreidepuder mit einem weichen Pinsel entfernt werden
kénnen.

4.9 Entfernbarkeit der FluBmittelriickstéande

Nach der Priifung nach Abschnitt 5.10 miissen die FluBmittel-
riickstande riickstandsfrei entfernt sein.

410 Entfernbarkeit von Lotpasten-Fehi-
bedruckungen

Nach der Priifung nach Abschnitt 5.11 muB die aufgedruckte
Lotpaste riickstandsfrei entfernt sein.

4.11 Verarbeitungseigenschaften

Die Lotpaste muB sich nach dem Homogenisieren fiir 8 h
ohne Entmischungen und Klumpenbildung verarbeiten
lassen.

5 Priifungen

Vor Probenahme ist die Lotpaste im Gebinde auf Raumtem-
peratur von (23 + 2) °C zu bringen und anschlieBend mit
einem Spatel zu homogenisieren.
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5.1 Metallgehalt

Fiir die Bestimmung des Metallgehaltes wird auf einer Waage
(Genauigkeit 0,01 g) Lotpaste mit einer Masse von etwa10gin
ein 25 ml Becherglas abgewogen. Mit einer Tiegelzange wird
das Becherglas in ein Lotbad (z.B. L-Sn63Pb bei 215 °C)
gehalten und so lange vorsichtig geschwenkt, bis das Metall
volistdndig geschmolzen ist. Danach wird das Becherglas aus
dem Metallbad genommen und bis zur Erstarrung des Metalls
abgekiihit. AnschlieBend wird das noch heiBe FluBmittel vor-
sichtig abgegossen, wobei darauf zu achten ist, daB kein
Metall verlorengeht. In das Becherglas werden 5 ml Polyethy-
lenglycol 200 gegeben und der Schmelz- und Abkiihlungsvor-
gang wiederholt. Das iiberstehende Polyethylenglycol 200
wird abgegossen, das erstarrte Metall mit Propanol-(2) gerei-
nigt und gewogen.

5.2 Metallpulverform und -gréBe

Zur qualitativen Beurteilung des Uber- und Unterkornanteils
sowie der Pulverform und -groBe ist 1,0 g Weichlotpaste mit
der doppelten Menge Paraffindl zu verdiinnen und 1 Tropfen
davon auf einen Objekttrager zu verteilen. Die Auswertung
erfolgt bei min. 100facher Vergr6Berung, wobei etwa 200
Metallpulverpartikel auszumessen sind.

Fir eine statistisch abgesicherte Ermittlung der KorngréBen-
verteilung des Ausgangspulvers fiir die Lotpaste kénnen die
Siebanalyse oder ihr vergleichbare anerkannte Verfahren der
PartikelgréBenverteilung angewendet werden.

5.3 Konturenstabilitét

Ein Kupferblech ist mit Schieifpapier der Kérnung P 600
metallisch blank zu schleifen und mit Propanol-(2) zu reini-
gen. Mittels Schablone sind auf das gereinigte, trockene
Kupferblech 0,2 mm dicke Lotpastenflecke mit den Abmes-
sungen 3 mm x 0,7 mm und 3 mm x 1,5 mm zu drucken, die
ein Raster von 0,2 bis 1,2 mm (Stufung 0,1 mm) aufweisen
(siehe Bild 1). Nach 1 h Lagerung bei Raumtemperatur werden
die Druckkonturen beurteilt (Priifung 1). Danach ist die Probe
20 min einer Temperatur von (80 £ 5) °C auszusetzen und
erneut zu beurteilen (Priifung 2).

I II
030507 09 11 83 05 o7 09 1
02040608 10 12 02 04 06 08 10 12

Lotpastenflecke Lotpastenflecke
3 x 07 3x15

Bild 1. Schablone fiir die Priifung und Beurteilung der Kon-
turenstabilitat

5.4 Benetzung

Bleche aus Kupfer und Kupfer-Zink-Legierung (CuzZn37F37
nach DIN 17 670 Teil 1) mit den MaBen 40 mm x 40 mm X
0,5 mm sind mit Schieifpapier der Kérnung P 600 metallisch
blank zu schleifen und mit Propanol-(2) zu reinigen. Mittels
Schablone sind auf die gereinigten, trockenen Probebleche
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im Abstand von 20 mm jeweils 4 kreisformige Pastenflecke
von 5 mm Durchmesser und 0,2 mm Dicke zu drucken.

Nach 1 h und nach 72 h Lagerung bei Raumtemperatur wird
die Weichlotpaste aufgeschmolzen. Dazu wird das Probe-
blech mit einer Geschwindigkeit von 25 mm/s horizontal auf
eine Lotbadoberfiache abgelegt und nach 15 s Verweilzeit mit
der gleichen Geschwindigkeit wieder abgehoben. Die Lot-
badtemperatur soll 215 °C betragen. Falls eine Vortrocknung
erforderlich ist, erfolgt diese 15 Minuten im Warmeschrank
bei 805 °C.

Andere Aufschmelzungsarten, wie z.B. IR- oder Dampf-
phasenlétmethode, sind zu vereinbaren.

5.5 Aufschmelzen

Auf zwei Al,O3z-Keramiken 50 mm x 25 mm und 0,6 bis
0,8 mm Dicke sind mit einer Schablone mit Abstand von
20 mm jeweils zwei kreisformige Pastenflecke von 5 mm
Durchmesser und 0,2 mm Dicke zu drucken. Nach Lagerung
von 1 h und von 72 h bei Raumtemperatur und einer relativen
Feuchte von (50 £ 10) % sind die Lotpastendrucke auf-
zuschmelzen. Dazu wird die Keramik mit einer Geschwindig-
keit von 25 mm/s horizontal auf eine Lotbadoberfliche abge-
legt und nach 15 s Verweilzeit mit der gleichen Geschwindig-
keit wieder abgehoben. Die Lotbadtemperatur soll 215°C
betragen. Falls eine Vortrocknung erforderlich ist, erfolgt
diese 15 Minuten im Warmeschrank bei (80 £ 5) °C.

5.6 Korrosionsverhalten

Die Priifung ist an mindestens 3 Proben durchzufiihren. Ein
unbedampfter Kupferspiegel*) und ein unbedampftes
Probenhalbrohr werden als Blindprobe den gleichen klimati-
schen Bedingungen unterworfen.

Der Kupferspiegel besteht aus einem planen, durchsichtigen,
hochglanzpolierten Glas 76 mm x 25 mm und 1 mm Dicke,
dessen Oberfliche einseitig im Vakuum mit einer diinnen
Schicht aus reinem Kupfermetall bedampft wurde. Die Dicke
des Kupferfilms muB gleichmaBig sein und eine Durchlissig-
keit von (10 * 5) % fiir normalstarkes Licht von 500 nm auf-
weisen, was mittels eines geeigneten photoelektrischen
Spektrometers kontrolliert wird. Zur Verhinderung einer Oxi-
dation des Kupferspiegels wird eine Lagerung der Spiegel in
stickstoffgespiilten, geschlossenen Behéltern empfohlen.
Unmittelbar vor der Priifung ist der Kupferspiegel in eine
Sprozentige Losung aus Ethylendiamintetraessigsiure oder
ahnlichen Komplexierungsmitteln fiir Kupferoxid zu tauchen,
griindlich unter flieBendem Wasser abzuspiilen, sodann in
reinem Ethyl- oder Methylalkohol zu tauchen und mit saube-
rer, olfreier Luft zu trocknen. Die Kupferschicht wird bei
gutem Licht visuell untersucht. Der Kupferspiegel ist ver-
wendbar, wenn kein Oxidfilm sichtbar ist und der Kupferfilm
keine sichtbaren Beschadigungen aufweist.

Halbierte Probenrohre aus St 37.0 nach DIN 1629 werden
nach DIN 8527 Teil 1/06.70, Abschnitt 2.2.2, vorbereitet und
mit 500 mg Weichlotpaste beschickt. Es folgt eine Vor-
trocknung von 15 Minuten bei (80 + 5) °C. Das Rohr wird dann
in die verzinnte Ausarbeitung des auf (215 + 5) °C aufgeheiz-
ten Kupfer-Blockes nach DIN 8527 Teil 1/06.70, Abschnitt
2.21, gelegt und der Kupferspiegel auf 5 mm Abstandshalter
iiber das Rohr gelegt und 10 s nach Aufschmelzen des Lotes
bedampft. Nach der Expositionszeit werden der Kupferspie-
gel und das Halbrohr vom Kupfer-Block genommen und auf
Raumtemperatur abgekiihit.

Zur Priifung des Korrosionsverhaltens der FluBmitteldampfe
wird der Kupferspiegel 24 h im Normalklima 23/50 nach
DIN 50 014 gelagert. Der Kupferspiegel wird vor der Sicht-
prifung 15 s im Ultraschallbad mit Propanol-(2) gereinigt und
auf weiBem Papier die Kupferablosung betrachtet.

*) Bezugsquelle siehe Erlduterungen.
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